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Introduccion

En la actualidad, la electrénica ha evolucionado mucho y con ello han surgido nuevas necesidades en los productos que la integran.
Entre estas nuevas necesidades se encuentran la disminucion del tamafio de los circuitos electréonicos y la capacidad de flexibilidad
de los mismos. Como consecuencia, el tamafio de los componentes se estd reduciendo considerablemente y las antiguas PCBs se
estan sustituyendo por nuevos sustratos que permiten dotar a los circuitos de esa flexibilidad que se requiere para ciertas
aplicaciones. En este proceso de evolucion, los adhesivos utilizados para la fijacién y conexidn eléctrica de los componentes sobre los
sustratos juegan un papel muy importante, razén por la que los fabricantes relacionados con este campo estdn investigando y
desarrollando una gran variedad de productos, entre los cuales se encuentran los adhesivos electroconductivos anisotropicos.
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U Objetivos

o Desarrollo de un equipo a medida que permita la fijacion y conexion eléctrica de componentes electrénicos micrométricos utilizando
o) adhesivos anisotrépicos y a partir del cual se defina una metodologia correcta que permita una futura integracion a corto-medio
'G plazo de la misma en la linea roll-to-roll (R2R) que Fundacién PRODINTEC tiene.
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N Adhesivos anisotropicos Thermode
g

o Adhesivos cuya propiedad electroconductiva se limita al eje Z,

E facilitando la adhesion y conexidon de componentes

micrométricos y evitando los posibles cortocircuitos que

o podrian ocurrir con el uso de adhesivos que conducen en

"5 todas direcciones o soluciones tradicionales como el estafio.
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omm Pequefias particulas electroconductivas de tamafio entre 3 y

12 micras se encuentran suspendidas en un adhesivo aislante.
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Equipo desarrollado a medida para Fundacion PRODINTEC,
capaz de emular los equipos comerciales empleados para la

Trabajo Fin de Master en Ingen

Tras aplicar una temperatura y presidn sobre el componente,
se logra la fijacidon y conexidn eléctrica entre los pads del
componente y el circuito.

correcta fijacién de componentes mediantes estos adhesivos.
Consiste en la aplicacién controlada de fuerza y temperatura
durante un tiempo determinado.

Resultados obtenidos tras fijar 9 LEDs micrométricos, CREE DA2432, con el equipo

Anode (+) N

170 x 60 pm

Gap 60 pm
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Cathode (1)
145 x 105 pm
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